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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Mehrschichtleiterplatte, welche zur Montage mit 
hoher Dichte bzw. Kompaktmontage geeignet ist, ein 
Verfahren zur Herstellung der Mehrschichtleiterplat-
te, sowie ein Mobilgerät, welches die Mehrschichtlei-
terplatte aufweist.
[0002] Im Zuge der Entwicklung von Miniaturisie-
rung und Gewichtsersparnis elektronischer Geräte 
wird hierdurch eine Miniaturisierung elektronischer 
Komponenten und eine kompakte Montage auf einer 
mehrschichtigen Leiterplatte benötigt. In einem Mo-
bilgerät wie etwa einem Mobiltelefon besteht für eine 
Mehrschichtleiterplatte mit vielen Komponenten ins-
besondere das Bedürfnis, innerhalb eines begrenz-
ten kleinen Raums untergebracht zu werden.
[0003] Eine Montage vieler Komponenten auf einer 
mehrschichtigen Leiterplatte erfordert herkömmli-
cherweise eine Vergrößerung beladener Oberflä-
chendimensionen der Platte durch Vergrößern der 
Leiterplatte selbst oder Aufeinanderstapeln einer 
Mehrzahl von Leiterplatten. Allerdings führt eine Ver-
größerung der Leiterplatte und ihrer Oberflächendim-
sionen zu einer Vergrößerung der Abmessungen des 
Produkts. Ein Aufeinanderstapeln der Leiterplatten 
bedingt den Einsatz von Verbindern zur elektrischen 
Verbindung. Dies führt hierdurch zu Problemen in der 
Größe des Produkts oder den Kosten des Produkts. 
Als eine andere Gegenmaßnahme kann eine Faltung 
eines flexiblen Substrats die beladenen Oberflächen-
dimensionen vergrößern. Dies führt jedoch zu einer 
Schwierigkeit, flexible Substrate aufeinanderzusta-
peln und die Dichte von Signalleitungen zu erhöhen.

Aufgabenstellung

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Mehrschichtleiterplatte zu schaffen, die 
zur kompakten Montage geeignet ist, sowie ein Her-
stellungsverfahren der Mehrschichtleiterplatte und 
ein Mobilgerät, das die Mehrschichtleiterplatte auf-
weist.
[0005] Um die vorgenannte Aufgabe zu lösen, wird 
ein Herstellungsverfahren für eine Mehrschichtleiter-
platte mit den folgenden Maßnahmen verwendet. Auf 
wenigstens einer Oberfläche eines aus einem ther-
moplastischen Harz bzw. Kunstharz hergestellten 
Harzfilms wird ein Leitermuster bzw. ein Muster von 
Leiterbahnen ausgebildet. Durch Zwischenlegen we-
nigstens eines Trennfilms in einer gegebenen Region 
wird eine Mehrzahl von Harzfilmen aufeinanderge-
stapelt, welche den Harzfilm, der mit dem Leitermus-
ter bzw. den Leiterbahnen versehen ist, beinhalten. 
Ein Stapel der Harzfilme einschließlich des Trenn-
films wird mit einer Preßform erwärmt und unter 
Druck gesetzt bzw. gepreßt, so daß die Harzfilme je-
weils aneinander haften, um eine Mehrschichtleiter-
platte auszubilden. Auf einer Oberfläche der Mehr-
schichtleiterplatte wird eine Komponente montiert. 

Der Trennfilm, eine erste Ablösungsplatte, welche ein 
auf dem Trennfilm angeordneter erster Abschnitt der 
Mehrschichtleiterplatte ist, und eine zweite Ablö-
sungsplatte, welche ein unter dem Trennfilm ange-
ordneter zweiter Abschnitt der Mehrschichtleiterplat-
te ist, werden abgelöst, um den Trennfilm zu entfer-
nen. Auf getrennten Oberflächen der ersten und 
zweiten Ablösungsplatten werden in einem Zustand, 
in welchem wenigstens eine Ablösungsplatte von der 
ersten und zweiten Ablösungsplatte unter einem 
Winkel relativ zu einer Position vor Faltung gefaltet 
ist, andere Komponenten montiert.
[0006] Somit ist, wenn die Harzfilme gestapelt sind, 
der Trennfilm in der gegebenen Region zwischenge-
legt. Harzfilme, welche den Trennfilm hierzwischen 
aufweisen, haften nach Erhitzen und Unterdruckset-
zen nicht aneinander, so daß die Harzfilme leicht von 
dem Trennfilm abgelöst werden können. Wenigstens 
eine der abgelösten Platten wird dann unter einem 
Winkel relativ zu einer Position vor Ablösung gefaltet, 
so daß getrennte Oberflächen der zwei Ablösungs-
platten erzeugt werden. Die getrennten Oberflächen 
stehen zur Montage einer zusätzlichen Komponente 
zur Verfügung. Dies führt dazu, daß eine hochdichte 
Montage möglich wird, ohne die Oberflächendimen-
sionen der Mehrschichtleiterplatte selbst zu vergrö-
ßern oder eine neue Leiterplatte hinzuzufügen. 
Durch Falten der Ablösungsplatte kann den Erforder-
nissen beim Entwurf eines Produkts Rechnung getra-
gen werden. Insbesondere ist die vorgenannte Mehr-
schichtleiterplatte zur Verwendung in einem Mobilge-
rät geeignet, welches vielfältige äußere Erschei-
nungsbilder und Funktionen aufweist.

Ausführungsbeispiel

[0007] Die vorgenannten und andere Aufgaben, 
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
werden aus der nachfolgenden genauen Beschrei-
bung, welche mit Bezug auf die begleitenden Zeich-
nungen gemacht wurde, ersichtlicher werden. In den 
Zeichnungen:
[0008] sind Fig. 1A bis 1E Schnittansichten zur Er-
läuterung eines Verfahrens zum Herstellen einer 
Mehrschichtleiterplatte gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;
[0009] ist Fig. 2 eine schematische Draufsicht einer 
mit Komponenten beladenen Mehrschichtleiterplatte 
gemäß der ersten Ausführungsform;
[0010] sind Fig. 3A bis 3C Querschnittsansichten 
zur Erläuterung eines Herstellungsverfahrens bis zu 
einer Stufe, in welcher Komponenten auf getrennten 
Oberflächen von Ablösungsplatten in der zweiten 
Montageverarbeitung montiert werden, gemäß der 
ersten Ausführungsform;
[0011] ist Fig. 4 eine Querschnittsansicht, welche 
eine mit einem Verstärkungselement und einem Ab-
standshalter beladene Mehrschichtleiterplatte ge-
mäß der ersten Ausführungsform zeigt;
[0012] sind Fig. 5A bis 5E Querschnittsansichten 
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zur Erläuterung eines Verfahrens zum Herstellen ei-
ner Mehrschichtleiterplatte gemäß einer zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
[0013] ist Fig. 6 eine schematische Draufsicht, wel-
che einen Schlitz gemäß der zweiten Ausführungs-
form zusätzlich erläutert;
[0014] ist Fig. 7 eine Querschnittsansicht, welche 
eine Mehrschichtleiterplatte nach der zweiten Monta-
geverarbeitung gemäß der zweiten Ausführungsform 
zeigt; und
[0015] sind Fig. 8A, 8B Querschnittsansichten an-
derer Ausbildungen einer Mehrschichtleiterplatte.
[0016] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung werden mit Bezug auf die Zeichnungen erläu-
tert werden.

Erste Ausführungsform

[0017] Anhand der Querschnittsansichten von 
Fig. 1A bis 1E wird nun ein Verfahren zum Herstellen 
einer Mehrschichtleiterplatte gemäß einer ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erläu-
tert werden.
[0018] Wie in Fig. 1A gezeigt, wird ein einseitiger 
Leiterbahnfilm 1 aus einem Harzfilm 2 und Leiterbah-
nen 3 ausgebildet. Die Leiterbahn 3 ist durch Ätzen 
einer leitenden Folie, welche auf einer Seite des 
Harzfilms 2 befestigt ist, ausgebildet. Der Harzfilm 2
kann aus einem 25 bis 100 um dicken Harzfilm mit 65 
bis 35 Gewichts-% (im folgenden Gew.-%) PEEK 
(Polyetheretherketon) und 35 bis 65 Gew.-% PEI (Po-
lyetherimid) hergestellt sein. Die Leiterfolie ist aus ei-
ner Folie aus einem Metall niedrigen Widerstands, 
welches aus einer Gruppe ausgewählt ist, welche 
wenigstens Gold, Silber, Kupfer und Aluminium ent-
hält, bzw. vorzugsweise aus einer Kupferfolie, welche 
preiswert und migrationsfrei ist, hergestellt. Anstelle 
eines Ätzverfahrens kann bei der Ausbildung der Lei-
terbahnen auch ein Druckverfahren eingesetzt wer-
den.
[0019] Nachdem die Leiterbahnen 3 auf dem Harz-
film 2 ausgebildet sind, wie in Fig. 1A gezeigt, wer-
den Kontaktlöcher 4, welche ihren Grund an der 
Rückseite der Leiterbahnen 3 aufweisen, wie in 
Fig. 1B gezeigt, durch Aufstrahlen von Laserlicht ei-
nes Kohlendioxidlasers von einer Unterseite von 
Fig. 1B her ausgebildet. Bei Ausbildung der Kontakt-
löcher 4 kann anstelle eines Kohlendioxidlasers ein 
UV-YAG-Laser oder ein Excimer-Laser eingesetzt 
werden. Die Kontaktlöcher 4 können auch unter Ein-
satz mechanischer Verfahren wie etwa mit einem 
Bohrer ausgebildet werden. Allerdings kann eine Be-
arbeitung unter Verwendung des Lasers die beste 
Wahl sein, weil die Ausbildung einen kleinen Durch-
messer erfordert und Beschädigungen der Leiterbah-
nen vermieden werden müssen.
[0020] Nach Ausbilden der Kontaktlöcher 4 wird 
eine Leiterpaste 5 in die Kontaktlöcher 4 gefüllt, wie 
in Fig. 1C gezeigt. Die Leiterpaste 5 ist durch Mi-
schen und Kneten von Partikeln aus Metall wie etwa 

Kupfer (Cu), Silber (Ag) oder Zinn (Sn) mit einem or-
ganischen Lösungsmittel hergestellt. Die Leiterpaste 
5 kann zusätzlich je nach Bedarf eine niedrig schmel-
zende Glasfritte, ein organisches Harz oder einen an-
organischen Füllstoff enthalten. Die Leiterpaste 5
wird mittels eines in der Figur nicht dargestellten 
Siebdruckers oder Spenders in die Kontaktlöcher 4
gefüllt.
[0021] Nachdem die Leiterpaste 5 in die Kontaktlö-
cher 4 gefüllt ist, wird eine Mehrzahl von einseitigen 
Leiterbahnfilmen 1 (sechs Filme in dieser Ausfüh-
rungsform) aufeinandergestapelt, wie in Fig. 1D ge-
zeigt. Hierbei weisen drei Filme 1 oberhalb von der 
Mitte des Stapels in Fig. 1D Leiterbahnen auf ihren 
oberen Seiten auf, während die anderen drei Filme 1
unterhalb der Mitte des Stapels in Fig. 1D Leiterbah-
nen auf ihren unteren Seiten aufweisen.
[0022] In einem gegebenen Bereich zwischen dem 
zweiten und dem dritten Film 1, von der Oberseite 
des Stapels aus gezählt, wird ein Trennfilm 6 einge-
setzt. Der Trennfilm 6 ist aus Polyimid hergestellt. 
Hierbei weist das Polyamid einen Schmelzpunkt auf, 
der höher ist als die Temperatur einer später be-
schriebenen Heiz-/Druckbearbeitung. Das Polyamid 
zeigt eine kleine Verringerung eines Elastizitätsmo-
duls relativ zu einer Temperaturerhöhung. Der Trenn-
film 6 entwickelt dadurch eine Antihafteigenschaft be-
züglich des Harzfilms 2, während das thermoplasti-
sche Element des Harzfilms 2, welches den einseiti-
gen leitbaren Film 1 bildet, durch die Heiz-/Druckbe-
arbeitung aufgeweicht wird.
[0023] Der Trennfilm 6 ist 20 um dick, so daß in dem 
Stapel ein Dickenunterschied stattfindet, obwohl der 
Unterschied gering ist. Demgemäß wird die Leiter-
bahn 3 des einseitigen Leiterbahnfilms 1, welche 
dem Trennfilm 6 gegenüberliegt, vorzugsweise dünn 
genug geätzt, um den Dickenunterschied auszuglei-
chen. Dadurch wird die Dicke des Stapels nahezu 
eben, so daß die Heiz-/Druckbearbeitung eine Erwär-
mung und Druckbeaufschlagung gleichmäßig über 
den gesamten Stapel ausführen kann. Hierbei kann 
der Trennfilm 6 aus einem hochhitzebeständigen 
Harz wie etwa Polytetrafluoroethylen anstelle von 
Polyimid hergestellt sein. Obwohl der Trennfilm 6 in 
dieser Ausführungsform zwischen dem zweiten und 
dem dritten Film, von der Oberseite des Stapels aus 
gezählt, eingesetzt ist, kann der Trennfilm 6 abwei-
chend davon eingesetzt werden, ohne auf die spezi-
elle Erscheinungsform dieser Ausführungsform be-
grenzt zu sein.
[0024] Nachdem die einseitigen Leiterbahnfilme 1
aufeinandergestapelt sind, wie in Fig. 1D gezeigt, er-
wärmt und bedrückt eine Preßform einer Heizpreß-
maschine (nicht gezeigt) den Stapel sowohl von der 
Ober- als auch von der Unterseite des Stapels her, 
um eine Mehrschichtleiterplatte auszubilden. In die-
ser Ausführungsform wird die Heiz-/Druckbearbei-
tung unter einer Bedingung einer Temperatur von 250 
bis 350°C und einem Druck von 1 bis 10 MPa ausge-
führt. Zwischen der Druckform und den Oberflächen 
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des Stapels kann ein Pufferelement (nicht gezeigt) 
mit einer Pufferwirkung eingesetzt werden, um eine 
Verschiebung der Leiterbahnen 3 zu verhindern. Des 
weiteren kann ein aus Polyimid oder dergleichen her-
gestelltes Trennelement (nicht gezeigt) zwischen 
dem Pufferelement und dem Stapel sowie zwischen 
dem Pufferelement und der Preßform für die 
Heiz-/Druckbearbeitung angeordnet sein, um eine 
Trennung hierzwischen zu erleichtern.
[0025] Durch die vorgenannten Stufen werden die 
Harzfilme 2 jeweils verschmolzen und unter Aufwei-
sen von elektrischen Zwischenschichtverbindungen 
zwischen den aufeinanderstoßenden Leiterbahnen 3
durch die Leiterpaste 5 innerhalb der Verbindungslö-
cher 4 kombiniert. Dadurch wird, wie in Fig. 1E ge-
zeigt, eine Mehrschichtleiterplatte 8 ausgebildet, wel-
che Anschlußflecken 7 der Leiterbahnen 3 auf ihrer 
oberen und unteren Oberfläche aufweist.
[0026] Als nächstes wird mit Bezug auf Fig. 2, 3A
bis 3C eine hochdichte Montage einer Mehrschicht-
leiterplatte 8, ein Merkmal dieser Ausführungsform, 
erläutert werden. Ein Trennfilm 6 wird auf der rechten 
Seite von einer gestrichelten Linie in Fig. 2 aus, wel-
che eine Draufsicht der Mehrschichtleiterplatte 8
zeigt, angeordnet. Fig. 3A bis 3C sind Querschnitts-
ansichten, welche ein Herstellungsverfahren erläu-
tern. Fig. 3A ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
nen Zustand zeigt, in welchem Komponenten nach 
der ersten Montageverarbeitung auf der Ober- und 
Unterseite der Mehrschichtleiterplatte 8 montiert 
sind. Fig. 3B ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
nen Zustand zeigt, in welchem der Trennfilm 6 ent-
fernt und eine Ablösungsplatte gefaltet ist. Fig. 3C ist 
eine Querschnittsansicht, welche einen Zustand 
zeigt, in welchem Komponenten nach der zweiten 
Montageverarbeitung auf den getrennten Oberflä-
chen der Ablösungsplatte montiert sind. In Fig. 3A
bis 3C sind die Leiterbahnen 3, Verbindungslöcher 4, 
Leitpaste 5 und Anschlußflecken 7 der Mehrschicht-
leiterplatte 8, welche in Fig. 1A bis 1E gezeigt sind, 
zweckmäßigerweise weggelassen.
[0027] Als die erste Montageverarbeitung werden 
Komponenten 9 wie etwa ein IC-Chip jeweils auf der 
Ober- und Unterseite der Mehrschichtleiterplatte 8
montiert, wie in Fig. 2 und 3A gezeigt. Anschlußdräh-
te 9a der Komponenten 9 werden den Anschlußfle-
cken 7 (nicht gezeigt) gegenüberliegend entspre-
chend den Schaltungselektroden der Mehrschichtlei-
terplatte 8 montiert. Zwischen den Anschlußflecken 7
und den Anschlußdrähten 9a wird vorab ein Verbin-
dungsmaterial (nicht gezeigt) wie etwa ein Lot auf 
wenigstens entweder den Anschlußflecken 7 oder 
den Anschlußdrähten 9a angeordnet. In diesem Zu-
stand wird ein Aufschmelzlöten oder dergleichen 
ausgeführt, um die Anschlußflecken 7 mit den An-
schlußdrähten 9a mechanisch und elektrisch zu ver-
binden.
[0028] Nachdem die Komponenten 9 auf der Mehr-
schichtleiterplatte 8 montiert sind, werden der Trenn-
film 6 und Abschnitte der Leiterplatte, welche der Ob-

er- bzw. Unterseite des Trennfilms 6 gegenüberlie-
gen, in einer Region, in welcher der Trennfilm 6 ange-
ordnet ist, durch Abziehen und Abschälen des Trenn-
films 6 abgelöst. Hierbei werden die Abschnitte der 
Leiterplatte als Ablösungsplatten 10a, 10b bezeich-
net. Die Ablösungsplatte 10a wird um etwa 180 Grad 
zu einer ursprünglichen Anordnung derselben gefal-
tet. D.h., die gefaltete Ablösungsplatte 10a wird so 
angeordnet, daß sie sich im wesentlichen parallel zu 
der linksseitigen Hälfte (Oberfläche) der Mehr-
schichtleiterplatte 8, wo kein Trennfilm 6 angeordnet 
ist, befindet. Das Falten der Ablösungsplatte 10a um 
etwa 180 Grad führt nicht nur zu einer Verringerung 
einer Größe in einer Schälrichtung im Vergleich mit 
einem Hinzufügen einer zusätzlichen Leiterplatte, 
sondern macht es auch leichter, eine Komponente 
auf der getrennten Oberfläche zu montieren. Das Fal-
ten der Ablösungsplatte 10a um einen gegebenen 
Winkel kann zusammen mit oder nach der Ablösung 
von dem Trennfilm 6 erfolgen.
[0029] Hier wird die Ablösung zwischen dem Trenn-
film 6 und der Ablösungsplatte 10a von der rechtssei-
tigen Kante der Mehrschichtleiterplatte 8 aus durch-
geführt. Wenn die Ablösungsplatte 10a dünn ist, weil 
sie etwa nur wenige Lagen umfaßt, wird die Ablö-
sungsplatte 10a durch Aufbringen einer Kraft nur auf 
die Ablösungsplatte 10a selbst gefaltet. Im Gegen-
satz dazu wird die Ablösungsplatte 10a, wenn sie di-
cker als zuvor erwähnt ist, durch Erwärmen eines zu 
biegenden Abschnitts der Ablösungsplatte 10a gefal-
tet und eine Kraft auf die Ablösungsplatte 10a ausge-
übt. Wenn die Wärme aufgebracht wird, sollte die Er-
wärmung so gesteuert werden, daß ein Einfluß auf 
die Komponenten 9 und Verbindungselemente zwi-
schen den Anschlußdrähten 9a und Anschlußflecken 
7 vermieden wird. Hierbei wird der Trennfilm 6 nach 
Ablösung von den Ablösungsplatten 10a, 10b ent-
fernt.
[0030] Als die zweite Montageverarbeitung werden, 
wie in Fig. 3C gezeigt, Komponenten 9 auf den ge-
trennten Oberflächen der Ablösungsplatten 10a, 10b
der Mehrschichtleiterplatte 8 montiert. In Fig. 3C wird 
als ein Beispiel für die Verwendung in einem Mobilge-
rät eine Folientastatur 9b auf der getrennten Oberflä-
che der Ablösungsplatte 10a montiert, während auf 
der getrennten Oberfläche der Ablösungsplatte 10b
ein LCD-Sockel 9c und ein LCD-Modul 9d montiert 
werden.
[0031] Hier weist der linksseitige Abschnitt der 
Mehrschichtleiterplatte mehr Schichten auf als der 
rechtsseitige Abschnitt. In dem linksseitigen Ab-
schnitt ist eine Steuerungsschaltung mit Signalleitun-
gen hoher Dichte wie etwa eine CPU und Speichere-
lemente angeordnet, während auf dem rechtsseiti-
gen Abschnitt eine LCD-Steuerschaltung angeordnet 
ist. Dieser Aufbau kann dadurch zur Verwendung für 
ein Mobiltelefon angewendet werden. Somit können 
äußeres Erscheinungsbild und Verwendung der 
Komponenten 9, die auf den getrennten Oberflächen 
der Ablösungsplatten 10a, 10b montiert werden, 
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Schaltungsmuster der Mehrschichtleiterplatte 8, ein-
gesetzte Regionen und die Anzahl der Trennfilme 6 in 
dem Stapel sowie einen Faltwinkel zwischen den Ab-
lösungsplatten 10a, 10b bestimmen. In dieser Aus-
führungsform kann ein kombinierter Schaltungsauf-
bau der um 180 Grad gefalteten Ablösungsplatte 10a
und der gegenüberliegenden Platte der Mehrschicht-
leiterplatte 8 ein Eindringen eines externen Rau-
schens einschränken. Dies führt dazu, daß der Auf-
bau der Ausführungsform geeignet sein kann, um auf 
eine drahtlose Schaltung angewendet zu werden.
[0032] Wie zuvor erläutert, kann ein Anwenden ei-
nes Aufbaus der Mehrschichtleiterplatte 8 dieser 
Ausführungsform die Oberflächendimensionen für 
die Schaltungsmontage erhöhen, ohne eine neue 
Leiterplatte hinzuzufügen oder die Oberflächendi-
mensionen der Mehrschichtleiterplatte 8 selbst zu 
vergrößern. Demzufolge kann eine zur hochdichten 
Montage fähige Mehrschichtleiterplatte 8 eine große 
Komponente 9 wie etwa ein LCD-Modul 9d aufneh-
men. Daher ist die Mehrschichtleiterplatte 8 dieser 
Ausführungsform zur hochdichten Montage fähig und 
zur Verwendung in Mobiltelefonen oder dergleichen 
geeignet.
[0033] Wie zuvor erläutert, wird die Folientastatur 
9b auf der getrennten Oberfläche der Ablösungsplat-
te 10a, die um den Winkel von etwa 180 Grad gefaltet 
ist, montiert. Hierbei wird vorzugsweise eine feste 
Struktur gesichert, um zu verhindern, daß sich Span-
nungen in dem gebogenen Abschnitt der Ablösungs-
platte 10a konzentrieren. Genauer gesagt kann, wie 
in Fig. 4 gezeigt, innerhalb der Mehrschichtleiterplat-
te 8 ein Glas/Epoxidharz-Material oder dergleichen 
vorab als ein Verstärkungselement 11 angeordnet 
werden. Hierbei sollte das Verstärkungselement nicht 
in einer Position, in welcher der Trennfilm 6 einge-
setzt wird, oder in dem gebogenen Abschnitt der Ab-
lösungsplatte 10a angeordnet werden, um eine leich-
te Faltung der Leiterplatte sicherzustellen.
[0034] Des weiteren können, wie in Fig. 4 gezeigt, 
Abstandshalter 12 in Zwischenräumen zwischen der 
Ablösungsplatte 10a und der gegenüberliegenden 
Platte der Mehrschichtleiterplatte 8 dort angeordnet 
sein, wo keine Komponenten 9 montiert werden. Dies 
kann eine in dem gebogenen Abschnitt der Ablö-
sungsplatte 10a erzeugte Spannung vermindern, 
wenn eine Kraft auf die Platte 10a ausgeübt wird. Die 
Abstandshalter 12 können von der Art sein, die Platte 
10a so zu fixieren, daß sie nicht verschoben wird, 
oder von der Art, durch ihre eigene elastische Verfor-
mung eine Pufferwirkung auszuüben.
[0035] Des weiteren ist ein Schmelzpunkt des Ver-
bindungsmaterials in der zweiten Montageverarbei-
tung vorzugsweise niedriger als der in der ersten 
Montageverarbeitung. Dies verhindert, daß das in 
der ersten Montageverarbeitung verwendete Verbin-
dungsmaterial während der zweiten Montageverar-
beitung erneut schmilzt. Das Verbindungsmaterial für 
die zweite Montageverarbeitung kann ein leitfähiger 
Klebstoff oder dergleichen sein, der bei einer niedri-

geren Temperatur verarbeitet werden kann.

Zweite Ausführungsform

[0036] Eine zweite Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird mit Bezug auf Fig. 5A bis 5E, 6, 7
erläutert werden. Eine Mehrschichtleiterplatte der 
zweiten Ausführungsform weist viele Merkmale mit 
der ersten Ausführungsform gemeinsam auf. Die ge-
meinsamen Teile werden daher in der Erläuterung 
weggelassen werden, während die Unterschiede im 
Detail erläutert werden.
[0037] Der Unterschied besteht darin, daß ein ein-
seitiger Leiterbahnfilm 1 einen Schlitz aufweist, der 
eine Startkante wird, bei welcher ein Trennfilm 6 und 
eine Platte 10a, 10b abgelöst werden.
[0038] Ein Verfahren zum Herstellen der Mehr-
schichtleiterplatte 8 in der zweiten Ausführungsform 
unterscheidet sich, soweit in Fig. 5A bis 5C darge-
stellt, nur wenig von dem in der ersten Ausführungs-
form, welches in Fig. 1A bis 1C gezeigt ist.
[0039] Wie in Fig. 5D gezeigt, werden sechs einsei-
tige Leiterbahnfilme 1 und ein Trennfilm 6 aufeinan-
dergestapelt. Der Trennfilm 6 wird wie in der ersten 
Ausführungsform zwischen dem zweiten und dritten 
Film 1 eingesetzt, vom oberen Ende des Stapels aus 
gezählt. Anders als in der ersten Ausführungsform 
wird jedoch in Harzfilmen 2 ein Schlitz 13 ausgebil-
det.
[0040] Der Schlitz 13 wird beispielsweise durch Be-
strahlen des Harzfilms 2 mit Laserlicht ausgebildet. 
Der Schlitz 13 kann durch einen Bohrer oder Fräser 
oder eine Stanze ausgebildet werden. Eine Schneid-
linie des Schlitzes 13 kann als eine durchgehende Li-
nie oder als eine unterbrochene Linie mit gegebenen 
Abständen ausgebildet werden. In jedem Fall ist die 
Festigkeit in einer Region um die Linie herum niedrig, 
so daß schon kleine Kräfte auf die Ablösungsplatten 
10a, 10b dazu beitragen, daß der Schlitz 13 als eine 
Trennstelle in der gesamten Region wirksam ist.
[0041] Eine Breite des Schlitzes 13 wird vorzugs-
weise so ausgebildet, daß sie geringer als eine Dicke 
jedes Harzfilms 2 ist. Eine Ausbildungsstelle des 
Schlitzes 13 wird in den Oberflächen der Harzfilme 1
jeweils die gleiche. Der Schlitz 13 ist dadurch bis zu 
der Tiefe des Stapels, in welcher der Trennfilm 6 an-
geordnet (eingesetzt) ist, durchgängig ausgebildet, 
wie in Fig. 5D gezeigt.
[0042] Der Schlitz 13 wird zu einer Startkante zum 
gegenseitigen Ablösen eines Trennfilms und Ablö-
sungsplatten 10a, 10b in der letzten Stufe, und auch 
zu einer Grenze zu den anderen Abschnitten der 
Mehrschichtleiterplatte B. D.h., der Schlitz definiert 
eine Region der Ablösungsplatten 10a, 10b. Daher 
ist anders als in der in Fig. 2 gezeigten ersten Aus-
führungsform die Kante des Trennfilms 6 in einem an-
deren Abschnitt als der Seitenkante der Mehrschicht-
leiterplatte 8 angeordnet. Z.B. wird, wie in Fig. 6 ge-
zeigt, ein Schlitz in den Filmen 1 über (oder unter) 
dem Trennfilm 6 entlang den drei durchgezogenen 
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Linien (in Fig. 6) ausgebildet. Die drei durchgezoge-
nen Linien entsprechen einer Region eines Einset-
zens des Trennfilms 6, welche gleich einer Ausbil-
dungsregion der Ablösungsplatten 10a, 10b ist. Hier-
bei ist die gestrichelte Linie in Fig. 6 ein gebogener 
Abschnitt der Ablösungsplatte 10a, so daß hier kein 
Schlitz vorgesehen ist.
[0043] Somit sind Ablösungsplatten 10a, 10b, wel-
che eine Startkante in einem anderen Abschnitt als 
der Seitenkante der Mehrschichtleiterplatte 8 aufwei-
sen, durch Ausbilden eines Schlitzes 13 in einem die 
Seitenkante der Mehrschichtleiterplatte 8 ausschlie-
ßenden Abschnitt ausgebildet. Hierbei können die 
Ablösungsplatten 10a, 10b und der Trennfilm 6 leicht 
voneinander abgelöst werden. Des weiteren kann 
eine Gestalt der Ablösungsplatten 10a, 10b durch 
Ausbilden des Schlitzes 13 in der gleichen Gestalt 
ausgebildet werden.
[0044] Somit führt eine Wärme-/Druckbearbeitung 
für den Stapel einschließlich der einseitigen Leiter-
bahnfilme 1, welcher die Schlitze 13 aufweist, dazu, 
daß eine Mehrschichtleiterplatte 8 hergestellt wird, 
welche einen Schlitz 13 aufweist, der von der oberen 
Oberfläche aus bis zu dem Trennfilm 6 in der Stapel-
richtung eindringt. Nachdem die Breite des Schlitzes 
13 schmal ist, kann der Schlitz 13 mit Material anein-
anderstoßender Harzfilme 2 gefüllt werden, welches 
während der Wärme-/Druckbearbeitung schmilzt. 
Selbst wenn der Schlitz 13 mit dem Harz gefüllt wird, 
ist der mit dem Harz gefüllte Schlitz 13 jedoch me-
chanisch schwach genug, um leicht abgelöst zu wer-
den.
[0045] Gemäß vorstehender Beschreibung wird der 
Schlitz 13 in den Filmen 1 ausgebildet, bevor die Fil-
me 1 aufeinandergestapelt werden. Der Schlitz 13
kann jedoch auch nach Aufeinanderstapeln der Filme 
oder Erwärmen/Unterdrucksetzen des Stapels bei-
spielsweise durch Verwenden eines Lasers ausgebil-
det werden.
[0046] Als nächstes findet die erste Montageverar-
beitung auf der Oberfläche der Mehrschichtleiterplat-
te 8 statt. Danach werden die Ablösungsplatten 10a, 
10b und der Trennfilm 6 von der Startkante des 
Schlitzes 13 aus für den zu entfernenden Trennfilm 
abgelöst, um entfernt zu werden. Hierbei ist die Start-
kante des Schlitzes 13 vorzugsweise in einem Ab-
schnitt angeordnet, der dem gebogenen Abschnitt 
der Ablösungsplatten 10a, 10b gegenüberliegt. Nun 
werden auf den getrennten Oberflächen der Ablö-
sungsplatten 10a, 10b erneut Komponenten 9 mon-
tiert, wie in Fig. 7 gezeigt.
[0047] Wie zuvor erläutert, ermöglicht die Ausbil-
dung eines Schlitzes 13 von der oberen Oberfläche 
des Stapels aus bis zu einer Tiefe des Trennfilms 6 in 
der Stapelrichtung ein Ablösen des Trennfilms 6 und 
der Ablösungsplatten 10a, 10b mit dem Schlitz 13 als 
einer Startkante. Des weiteren führt die Ausbildung 
des Schlitzes 13 so, daß er der Ausbildungsregion 
der Ablösungsplatten 10a, 10b entspricht, dazu, daß
die gewünschte Gestalt der Ablösungsplatten 10a, 

10b erhalten wird. Im Ergebnis ermöglicht diese Aus-
führungsform auch die Herstellung einer Mehr-
schichtleiterplatte 8, die zur hochdichten Montage fä-
hig ist.

Modifizierung

[0048] Die vorliegende Erfindung kann auch auf an-
dere Modifikationen gerichtet sein, ohne auf die erste 
oder zweite Ausführungsform beschränkt zu sein.
[0049] In den vorgenannten Ausführungsformen ist 
der Harzfilm 2 ein thermoplastischer Film, welcher 65 
bis 35 Gew.-% PEEK und 35 bis 65 Gew.-% PEI ent-
hält. Demgegenüber kann der Harzfilm 2 auch nur 
entweder PEEK oder PEI enthalten. Der Harzfilm 2
kann auch nur PES (Polyethersulfon), PPE (Polyphe-
nylenether), PEN (Polyethylennaphtalat), Flüssigkris-
tallpolymer, Styrolharz mit syndiotaktischer Struktur 
oder dergleichen enthalten. Des weiteren kann der 
Harzfilm 2 auch aus irgendeiner Mischung unter den 
vorgenannten Harzen einschließlich PEEK und PEI 
hergestellt sein. D.h., was von jeder Mischung gefor-
dert wird, ist eine Adhäsionseigenschaft zwischen 
den Harzfilmen während der Wärme-/Druck-bearbei-
tung sowie eine wärmebeständige Eigenschaft, die 
für eine Nachbearbeitung wie etwa ein Löten erfor-
derlich ist.
[0050] In den vorgenannten Ausführungsformen 
sind einseitige Leiterbahnfilme verwendet worden, 
um als ein Harzfilm gestapelt zu werden. Stattdessen 
können jedoch auch andere Bauteile eingesetzt wer-
den, wie etwa eine Kernplatte oder Schichtplatte bzw. 
Tragplatte (core board), welche einseitige Leiter-
bahnfilme auf ihrer oberen und unteren Oberfläche 
aufweist, ein verarbeiteter Harzfilm, welcher aus ei-
nem thermoplastischen Harz hergestellt ist und Lei-
terbahnen auf seiner Ober- und Unterseite aufweist. 
Des weiteren können einige Harzfilme für den Stapel 
ohne eine Leiterbahn sein. Gemäß vorstehender Er-
läuterung sind die Verbindungslöcher durch ein 
Druckverfahren mit der Leitpaste gefüllt, es können 
jedoch auch andere Verfahren wie etwa stromlose 
Plattierung, elektrolytische Plattierung, Ablagerung 
aus der Dampfphase oder Metallbeschichtung einge-
setzt werden, um das leitfähige Material in die Verbin-
dungslöcher einzufüllen.
[0051] In den vorgenannten Ausführungsformen ist 
ein Verbindungsloch mit einem Boden mit einer Leit-
paste als einem Zwischenschichtverbindungsele-
ment ausgebildet und gefüllt, jedoch kann ein Verbin-
dungsloch so ausgebildet sein, daß es einen Film 
durchdringt, und mit dem Zwischenschichtverbin-
dungselement aufgefüllt sein.
[0052] In den vorgenannten Ausführungsformen 
sind sechs einseitige Leiterbahnfilme gestapelt, es 
kann jedoch jede beliebige Anzahl von Schichten 
größer eins eingesetzt werden.
[0053] In den vorgenannten Ausführungsformen 
wird eine Ablösungsplatte um einen Winkel von 180 
Grad gefaltet. Es kann jedoch, wie in Fig. 8A gezeigt, 
6/14



DE 103 48 010 A1 2004.04.29
nachdem die Ablösungsplatte einmal um einen Win-
kel von 90 Grad relativ zu einer Ausgangsposition ge-
faltet wurde und die zweite Montageverarbeitung da-
nach ausgeführt wurde, die Ablösungsplatte erneut 
gefaltet werden, so daß sie parallel zu der anderen 
Ablösungsplatte angeordnet ist.
[0054] In den vorgenannten Ausführungsformen ist 
zwischen einseitigen Leiterbahnfilmen zur Ausbil-
dung einer Mehrschichtleiterplatte ein Trennfilm an-
geordnet. Es können jedoch mehr als ein Trennfilm 
angeordnet sein, wie in Fig. 8B gezeigt, wo zwei 
Trennfilme verwendet werden.
[0055] Des weiteren können, wie in Fig. 8B gezeigt, 
die Ablösungsplatten vor Montage der Komponenten 
gemäß einer Gestalt des Gehäuses eines elektroni-
schen Geräts oder einer Gestalt der montierten Kom-
ponenten unter einem beliebigen Winkel gefaltet wer-
den.
[0056] In den vorgenannten Ausführungsformen 
wird nur eine Ablösungsplatte unter einem Winkel re-
lativ zu einer ursprünglichen Anordnung gefaltet. Je-
doch kann die andere Ablösungsplatte gleichzeitig 
unter einem Winkel gefaltet werden. Des weiteren er-
möglicht das Vorsehen einer Mehrzahl von Trennfil-
men die Herstellung einer Mehrschichtleiterplatte mit 
mehr als zwei gefalteten Ablösungsplatten.
[0057] Es wird für den Fachmann offensichtlich 
sein, daß vielfältige Änderungen in den zuvor be-
schriebenen Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung vorgenommen werden können. Der Um-
fang der vorliegenden Erfindung sollte jedoch durch 
die beigefügten Ansprüche bestimmt sein.
[0058] Vorstehend wurde eine neuartige Mehr-
schichtleiterplatte, ein Verfahren zu ihrer Herstellung 
sowie ein Mobilgerät mit Verwendung der Mehr-
schichtleiterplatte beschrieben.
[0059] Eine Mehrzahl von einseitigen Leiterbahnfil-
men (1), welche aus Harzfilmen (2) hergestellt sind, 
wird aufeinandergestapelt, um einen Stapel auszubil-
den, wobei in einer gegebenen Region ein Trennfilm 
(6) sandwichartig eingeschlossen, also zwischenlie-
gend angeordnet wird, welcher leicht von den Harzfil-
men getrennt werden kann. Der Stapel wird dann er-
wärmt und unter Druck gesetzt, um eine Mehrschicht-
leiterplatte (8) auszubilden. Nach Montage von Kom-
ponenten auf der Oberfläche der Mehrschichtleiter-
platte werden die Leiterplatte und der Trennfilm von-
einander abgelöst. Wenigstens eine Ablösungsplatte 
(10a) von Ablösungsplatten (10a, 10b) wird dann un-
ter einem Winkel relativ zu einer Position vor Ablö-
sung gefaltet. Komponenten (9, 9b, 9c, 9d) werden 
auf den getrennten Oberflächen der Ablösungsplat-
ten montiert. Somit ermöglicht eine neuerliche Mon-
tage der Komponenten auf den getrennten Oberflä-
chen der Ablösungsplatten eine hochdichte Montage, 
ohne die Oberflächendimensionen der mehreren La-
gen selbst zu vergrößern und ohne eine weitere Lei-
terplatte hinzuzufügen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte (8), welches aufweist:  
einen Musterausbildungsschritt eines Ausbildens ei-
nes Leitermusters (3) auf wenigstens einer Oberflä-
che eines aus einem thermoplastischen Harz herge-
stellten Harzfilms (2);  
einen Stapelschritt eines Aufeinanderstapelns einer 
Mehrzahl von Harzfilmen einschließlich des Harz-
films (1), welcher mit dem Leitermuster versehen ist, 
wobei wenigstens ein Trennfilm (6) in einer gegebe-
nen Region zwischenliegend angeordnet wird;  
einen Erwärmungs- und Druckbeaufschlagungs-
schritt eines Erwärmens und Unterdrucksetzens ei-
nes Stapels der Harzfilme einschließlich des Trenn-
films mit Hilfe einer Preßform derart, daß die Harzfil-
me gegenseitig aneinander haften, um die Mehr-
schichtleiterplatte auszubilden;  
einen ersten Montageschritt eines Montierens von 
Komponenten (9) auf einer Oberfläche der Mehr-
schichtleiterplatte;  
einen Ablösungsschritt eines Ablösens des Trenn-
films, einer ersten Ablösungsplatte (10a) und einer 
zweiten Ablösungsplatte (10b), um den Trennfilm zu 
entfernen, wobei die erste Ablösungsplatte ein erster 
Abschnitt der Mehrschichtleiterplatte ist, welcher sich 
oberhalb des Trennfilms befindet, während die zweite 
Ablösungsplatte ein zweiter Abschnitt der Mehr-
schichtleiterplatte ist, welcher sich unterhalb des 
Trennfilms befindet; und  
einen zweiten Montageschritt eines Montierens einer 
Komponente (9, 9b, 9c, 9d) auf wenigstens einer ge-
trennten Oberfläche der ersten und zweiten Ablö-
sungsplatte in einem Zustand, in welchem wenigs-
tens eine Ablösungsplatte der ersten und der zweiten 
Ablösungsplatte unter einem Winkel relativ zu einer 
Position vor Ablösung gefaltet ist.

2.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß Anspruch 1, weiter gekennzeich-
net durch einen Schlitzausbildungsschritt eines Aus-
bildens eines Schlitzes (13) derart, daß der Schlitz 
von einer Oberfläche der Mehrschichtleiterplatte aus 
zu einer Oberfläche des Trennfilms senkrecht zu der 
Oberfläche der Mehrschichtleiterplatte angeordnet 
ist.

3.  verfahren zum Herstellen einer Mehrschichtlei-
terplatte gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß dann, wenn ein Ausbildungsabschnitt, in 
welchem die erste und die zweite Ablösungsplatte 
ausgebildet werden, innerhalb der Mehrschichtleiter-
platte eine Seitenkante der Mehrschichtleiterplatte 
ausschließt, der Schlitz derart ausgebildet wird, daß
sich der Schlitz entlang wenigstens einem Teil einer 
Umfangskante des Ausbildungsabschnitts befindet.

4.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
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kennzeichnet, daß der Schlitz derart ausgebildet 
wird, daß der Schlitz innerhalb der Mehrschichtleiter-
platte durchgehend geschnitten wird.

5.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schlitz derart ausgebildet 
wird, daß der Schlitz innerhalb der Mehrschichtleiter-
platte in unterbrochener Weise geschnitten wird.

6.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste und die zweite 
Ablösungsplatte von einer Seitenkante der Mehr-
schichtleiterplatte als einer Startkante aus abgelöst 
werden.

7.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste und die zweite 
Ablösungsplatte von einem Schlitz (13) als einer 
Startkante aus abgelöst werden, wobei der Schlitz 
näherungsweise senkrecht zu einer Oberfläche der 
Mehrschichtleiterplatte von der einen Oberfläche der 
Mehrschichtleiterplatte aus zu einer Oberfläche des 
Trennfilms ausgebildet ist.

8.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Abstandshalter (12) 
in wenigstens einem Zwischenraum eines ersten 
Zwischenraums und eines zweiten Zwischenraums 
vorgesehen wird, wobei der erste Zwischenraum sich 
zwischen den abgelösten ersten und zweiten Ablö-
sungsplatten befindet, während sich der zweite Zwi-
schenraum zwischen der Oberfläche der Mehr-
schichtleiterplatte und einer der abgelösten ersten 
und zweiten Ablösungsplatten befindet.

9.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß während des Stapel-
schritts ein Verstärkungselement (11) zusätzlich in ei-
ner bestimmten Region zwischen den Harzfilmen 
vorgesehen wird, wobei die bestimmte Region die 
gegebene Region, in welcher der Trennfilm dazwi-
schen angeordnet wird, und eine Region, in welcher 
die gefaltete Ablösungsplatte gebogen ist, aus-
schließt.

10.  Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß der Trennfilm eine 
Schmelztemperatur aufweist, welche höher ist als 
eine Temperatur, bei welcher der Erwärmungs- und 
Druckbeaufschlagungsschritt ausgeführt wird.

11.  Mehrschichtleiterplatte (8), welche aufweist:  
eine Mehrzahl von Leiterbahnen (3), welche derart 
gestapelt sind, daß sie aus einem thermoplastischen 

Harz hergestellte Harzfilme (2) dazwischen aufwei-
sen; und  
zwei Ablösungsplatten einer ersten und einer zweiten 
Ablösungsplatte (10a, 10b),  
wobei vor Erwärmen und Unterdrucksetzen die erste 
und die zweite Ablösungsplatte jeweils auf einer obe-
ren bzw. unteren Seite wenigstens eines Trennfilms 
(6), welcher in einer Region zwischen zweien der 
Harzfilme eingelegt ist, angeordnet sind,  
wobei nach Erwärmen und Unterdrucksetzen die ers-
te und die zweite Ablösungsplatte und der Trennfilm 
abgelöst werden und der Trennfilm entfernt wird, wo-
bei eine der zwei Ablösungsplatten unter einem Win-
kel relativ zu einer Position vor Ablösung gefaltet ist, 
und  
wobei eine Komponente (9, 9b, 9c, 9d) auf wenigs-
tens einer getrennten Oberfläche der zwei Ablö-
sungsplatten montierbar ist.

12.  Mehrschichtleiterplatte gemäß Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, daß die eine der zwei Ablö-
sungsplatten unter einem Winkel von näherungswei-
se 180 Grad relativ zu einer Position vor Ablösung 
gefaltet ist.

13.  Mehrschichtleiterplatte gemäß Anspruch 11 
oder 12, weiter gekennzeichnet durch einen Ab-
standshalter (12) in wenigstens einem Zwischen-
raum eines ersten Zwischenraums und eines zweiten 
Zwischenraums, wobei sich der erste Zwischenraum 
zwischen den abgelösten ersten und zweiten Ablö-
sungsplatten befindet, während sich der zweite Zwi-
schenraum zwischen der Oberfläche der Mehr-
schichtleiterplatte und einer der abgelösten ersten 
und zweiten Ablösungsplatten befindet.

14.  Mehrschichtleiterplatte gemäß einem der An-
sprüche 11 bis 13, weiter gekennzeichnet durch ein in 
einer bestimmten Region zwischen den Harzfilmen 
vorgesehenes Verstärkungselement (11), wobei die 
bestimmte Region eine erste Region, in welcher der 
Trennfilm zwischengelegt ist, und eine Region, in 
welcher die gefaltete Ablösungsplatte gebogen ist, 
ausschließt.

15.  Mobilgerät, dadurch gekennzeichnet, daß
das Mobilgerät unter Verwendung der Mehrschicht-
leiterplatte gemäß einem der Ansprüche 11 bis 14 
ausgebildet ist.

16.  Mobilgerät gemäß Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  
auf der getrennten Oberfläche einer der abgelösten 
zwei Ablösungsplatten, welche unter einem Winkel 
von näherungsweise 180 Grad relativ zu einer Positi-
on vor Ablösung gefaltet ist, eine Folientastatur (9b) 
angeordnet ist, und  
ein LCD-Sockel (9c) und ein LCD-Modul (9d) auf der 
getrennten Oberfläche der anderen der abgelösten 
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zwei Ablösungsplatten angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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